ZIM-Projekt Faser-Chip-
Kopplung

Im Rahmen des ZIM-Kooperationspro-
iektes soll eine schnelle und genaue
Aufbautechnik  fir die Verbindung
von Clasfasemn zu opfischen Chips
entwickelt werden. Dazu werden
mit Hilfe eines laser und Atzpro-
zesses Fuhrungsstrukturen fur die Glas-
faseraufnahme auf dem Silizium gefer-
figt. Die Projektpartner sind die Innolas
Photonics GmbH, die Arges GmbH
und das INT der Universitat Stuttgart.
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POSITION Il - Pilotlinie fir die

ndchste Generation von intelligen-
ten Kathetern und Implantaten

Neue Innovationen und die Einfihrung von offenen Technologieplattformen biefen
die Grundlage fir die néchste Generation von Kathetern und Implantaten. Dabei
spielen Miniaturisierungen, eine moglichst objekinahe Signalerfassung, drahtlose
Kommunikation und angepasste Verkapselungen eine zentrale Rolle.

Modernisierung der
Nasschemie und Upgrade
auf 200 mm Linie

Bei IMS CHIPS findet seit 2019
ein Austausch der nasschemischen
Anlagen statt. Die neue Linie umfasst
modernste Maschinen auf dem neu-
sten Stand der Technik mit erhdhter
Reinigungseffizienz und verbesserter
Qualitétskontrolle. Die neubeschafften
Anlagen erméglichen die vollautoma-
tische Prozessierung von Wafern mit
Durchmessern von bis zu 200 mm
mit hodherem Durchsatz, optimierter
Reproduzierbarkeit  und  sicherer
Durchfihrung  der  Nassatz-  und
Reinigungsprozesse.
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HDRC®-AeroPantoCam -
Sensorsystem zur
visuellen und thermi-
schen Uberwachung
der Pantografen von
Schienenfahrzeugen

Eine gerissene Oberleitung  sorgt
for Zugausfélle und  Verspatungen.
IMS  CHIPS  entwickelt mit den
Projekipartnern KST und Gevitec im
Rahmen des ZIMKooperationsprojektes
HDRC®AeroPantoCam ein neuartiges
und &uBerst robustes  Sensorsystem
zur  visvellen und  thermischen
Uberwachung der Pantografen von
Schienenfahrzeugen im AuBenbereich.

HDRC®-AeroPantoCam Seite 4
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Ndchste Generation von Kathetern und Implantaten

Quelle: Osypka

Katheter und Implantate werden in
der Humanmedizin zur Messung von
Biosignalen sowie zur Bestimmung
von Gewebeschadigungen eingesetzt.
Bekannte Beispiele solcher Messungen
durch Kathefer sind Biosignale in der
Herzinnenwand oder die Erkennung
von  HerzkranzgefaBverengungen.
Implantate werden hingegen meist Gber
einen langeren Zeitraum eingesetzt und
erfordem eine geeignefe Kapselung.
Die in der heutigen Medizintechnik ein-
gesetzten Kathefer und Implantate beste-
hen aus zuverdssigen und robusten
Technologien in allerdings vergleichs-
weise veraltefem Stand der Technik.
So werden zwar in einer Vielzahl von
Kathetern und Implantaten die zu mes-
senden physiologischen Signale direkt
an der zu untersuchenden Stelle aufge-
zeichnet, jedoch findet die eigentliche
Signalauswertung und  Digitalisierung
auf Kosten der Signalqualitét oft auPer
halb des Kérpers staff.

Ziel des POSITION-II-Projekts  ist
es nun, durch gezielte Innovationen
und die FEinfihrung von offenen
Technologieplattformen, welche von
allen  Projekipartnern  benutzt werden
kénnen, die néchste Generation von ver-
schiedenen Kathetern und Implantaten zu
entwickeln. Dabei wird versucht, bisher
verwendete konventionelle Techniken
durch neue Konzepte und Technologien
zu ersefzen und neue Maglichkeiten in
Bezug auf Signalqualitét und Integration
zu ermdglichen. Eine zentrale Rolle
spielt dabei eine maglichst objekina-
he Signalerfassung und Aufbereitung
am eigentlichen Messort, mit anschlie-
fBender Digitalisierung der Daten. Dies
bedingt die Integration von zusdiz-
licher Elekironik bei gleichzeitig wei-
ferer Miniaturisierung und  Kapselung
der Katheter oder Implantate.
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IMS  CHIPS zusammen
mit weiteren Firmen im Konsortium
am  Teilprojekt ,digitaler  MRT

[Magnetfresonanzfomographie) sicherer
EP (Elekirophysiologie) Katheter”. Ziel des
Teilprojektes ist es, einen miniaturisierten
Katheter zu entwickeln, welcher zur
Erkennung von Herzrhythmusstérungen
und lokalen Gewebeschadigungen
eingesetzt werden kann. Bei gesun-
den Herzen werden elekirische
Signale in der Herzinnenwand ohne
Verzégerungen  weitergeleitet.  Sind
jedoch Stellen geschadigt, kann diese
Weiterleitung gestort werden und zu
Herzrhythmusstérungen  fihren. Diese
Herzrhythmusstérungen  werden  Gbli-
cherweise durch Aufzeichnen von elek-
frischen Signalen im Herzvorhof detek-
fiert. Um dies zu erreichen, werden spe-
zielle Katheter durch Venen direkt in das
Herz gefihrt und die Herzsignale mittels
Elektroden an der Katheterspitze erfasst.
Durch flachiges Abtasten und dem
daraus resultierenden Kartografieren der
Signale erhalt der Arzt einen Eindruck
vom Zustand es Herzens. Ist eine schad-
hafte Stelle gefunden, wird durch einen
zweiten Katheter die Stelle verddet
und die Signale kénnen sich wieder
ungehindert im Herzen ausbreiten. Das
eigentliche Erkennen der Stelle ist oft zel-
finfensiv und bestimmt durch die Anzahl
der Elekiroden. Der neu entwickelte
EP-Katheter behebt dieses Problem. Mit
96 Elekiroden an der Katheterspitze hilft
der EPKathefer befroffene Stellen effizi-
enter und gezielter zu lokalisieren, was
sich positiv auf die Behandlungszeit und
die Belastung beim Menschen auswirkt.
Ein von IMS CHIPS entwickelter inte-
grierte Schaltkreis sitzt in der Spitze des
EP Katheters und sorgt fir die Erfassung,
Aufbereitung und  Weiterverarbeitung
der elekirischen  Signale, welche
durch die Elekiroden Ubermittelt wer

Innovation bei In-Vivo Messungen firr die Medizintechnik

den. Weitere Aufgabe des integrierten
Schaltkreises ist die Digitalisierung der
Daten und deren Weitergabe Uber
eine innovative opfische Schnittstelle.
Dafir wurden neuartige Schaltungs- und
Filterkonzepte erarbeitet und die daraus
resultierenden Einzelbldcke auf kleinster
Flache zusammengefasst, damit eine
Integration in den EP-Katheter moglich ist.

Abb. 1.: Entwicklungsplatine zur Charakterisie-
rung des integrierten Schaltkreises

Zur elekirischen Charakterisierung des
integrierlen  Schaltkreises wurde eine
Entwicklungsplatine entworfen und in
Betrieb genommen (Abb. 1). Die inno-
vative opfische Schnittstelle bietet zudem
den Vorteil, dass der Katheter keine
mefallische Leitungsfihrung zum Katheter
benstigt. Dadurch ist eine Anwendung
in einer MRT-Umgebung méglich und
die Strahlenbelostung beim Patienten
kann signifikant reduziert werden. Das
Projekt wird von der Europdischen Union
und dem deutschen Bundesministerium
for Bildung und Forschung geférdert.
(Forderkennzeichen BMBF: 16ESE0304
/ EU:Ecsel-783132-Position-I-20 1 7-1A).
Weiterfihrende Informationen im Internet
unfer www.position-2.eu.
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ZIM-Projekt Faser-Chip-Kopplung

Photonische
Schaltungen

Koppelteil

Schematische Querschnittzeichnung der Fishrungs-
struktur

Die  signaltechnische  Anbindung
photonischer  Bauelemente  erfolgt
mit Lichtleitfasern, die Uber mikro-
skopische ~ Strukiuren  (Gitterkoppler)
licht in den Chip einkoppeln. Die
Effizienz  dieser  Faserankopplung
entscheidet maBgeblich  iber die
Gesamteigenschaften des Schaltkreises.
Aktuell besteht ein  Zielkonfliki aus
notwendiger  Koppeleffizienz  und
Durchsatztauglichkeit  der  entspre-

chenden Prozeduren (Glasfasern missen
in sechs Achsen genau ausgerichtet und
angebracht werden|. Ziel des Projekfes
soll es sein, neuartige Gitterkoppler mit
besonders hoher Koppeleffizienz zu
entwickeln, welche durch massentaug-
liche Prozesse und Verfahren gleichzel-
tig zukinftige Kostenforderungen erfil-
len. Die Kemidee besteht darin, durch
spezielle laserunterstiitzte  Atzverfahren
Fihrungsstrukturen in Form vergrabener
Strukturen im Wafer zu erzeugen, in wel-
che die Fasern eingefiihrt werden (siche
Bild Titelseite: REM-Querbruchaufnahme
einer Laserbohrung mit Durchmesser
140 pm). Gleichzeitig werden mit dem
INT Montage-optimierte  Faser-Chip-
Schnittstellen erarbeitet. Das Vorhaben
betritt in mehreren Bereichen techno-
logisches Neuland — angefangen von
einem leistungsverstarkten  2-pm-Laser
der Innolas Photonics GmbH, einem
neuen Scanningsystem der Arges GmbH
iber Pulson-Demand Methoden und

Lasergefertigte Fihrungsstrukturen fir die Chip-Faser-Kopplung

neuartige, selektive Atzverfahren bis hin
zur Glasfaser-Chip-Schnitistelle  selbst.
Im Projekiteil von IMS CHIPS soll ein
Atzverfahren erarbeitet werden, das die
mit dem laser behandelten Strukturen
in Silizium mit héherer Selekivitat als
die unbehandelten Strukturen abtragt.
Cleichzeitig soll dabei die Form des
Kanals mit Hinferschneidung fir die
Clasfaserkopplung  erzeugt werden.
Parallel werden dazu photonische
Chips mit neuartigen Koppelelementen
geferfigt.

Geférdert im Rahmen des Zentralen
Innovationsprogramms Mittelstand (ZIM)
des Bundesministeriums fir Wirtschaft
und  Energie (Férderkennzeichen:

ZF4429203DF8).

Infos: Mathias Kaschel ® Telefon +49 711 21855467 © kaschel@ims-chips.de

Modernisierung der Nasschemie und Upgrade auf 200 mm Linie

Beschaffung neuer moderner Anlagen fir die nasschemischen Atz- und
Reinigungsprozesse

Mit einer Gesamtinvestition von ca.
1.600.000 Euro erfolgt bei IMS CHIPS
seit 2019 die Erneverung der Anlagen

firdie Nassatz-und Reinigungsprozesse.
|
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Gleichzeitige automatische Prozessierung von
150 mm und 200 mm Substraten

u —
[

Die Modernisierung der nasschemischen
Linie erméglicht  die  Durchfthrung
verschiedener  Prozesse angepasst
an die Kundenbedirfnisse. Zudem
besteht die Maglichkeit fir vielfaltige
Entwicklungsarbeiten sowohl fir Front
End- als auch fir BackEnd-Prozesse.

Der hohe Automatisierungsgrad ermdg-
licht das Reinigen und Atzen von bis
zu drei parallel laufenden Chargen,
einen erhdhten Durchsatz und eine bes-
sere Reproduzierbarkeit der Prozesse.
Der Einsatz modernster Filter sowie die
Regelung von Zu- und Abluft erhéht die
Sauberkeit und Qualitat der Prozesse.
Zudem fordert das Management von
Zu- und Abluft sowie der gekapselte
Aufbau der Anlogen und der Einsatz

==

Moderner Vollautomat mit héherer Reinigungs-
effizienz und verbesserter Qualitétskontrolle

Infos: Ina Haxhiaj ® Telefon +49 711 21855-474 e haxhiaj@ims-chips.de

Neue Edelstahlanlage zur Prozessierung von
Produkten mittels organischer Lésungsmittel

zahlreicher Sensoren das Arbeiten auf
hochstem Sicherheitsniveau.
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ZIM-Kooperationsprojekt HDRC®-AeroPantoCam

Ein neuartiges und GuBert robustes Sensorsystem zur visuellen und thermischen
Uberwachung der Pantografen von Schienenfahrzeugen im AuBenbereich

Abb. 1: Punfografen auf Trlebfohrzeugen

Eine gerissene Oberleitung legt zahl-
reiche  Verbindungen lahm! Eine
ofters  vorkommende oder  &hnlich
lautende Schlagzeile in der Presse.
Betroffene Fahrgdste missen oft stun-
denlange  Wartezeiten  hinnehmen
oder auf Ersatzverkehr, wie z. B.
Busse oder andere Zige mit ldngeren
Reiseverzogerungen, ausweichen.
Of ist auch die Daver der Stérung,
bis der Schaden nach einer zeifin-
tensiven Reparatur behoben ist, nicht

absehbar. Hautsdchliche  Verursacher
von Oberleitungsschaden sind  Fehler
an Stromabnehmern, den sogenann-
ten Pantografen, von Lokomotiven und
Triebfahrzeugen (Abb. 1).

Ziel des Kooperationsprojektes HDRC®-

AeroPantoCam ist die Erforschung
und  Entwicklung eines neuartigen
und  robusten  Sensorsystems  fir

Bahnanwendung im Aufenbereich mit
integrierter  Echtzeit-Datenauswertung
und aufomatischer Frih-Warnfunkfion im
Fihrerstand.

Im Betrieb soll der Pantograf mit einem
hochaufgelésten und hochdynamischen
logarithmischen HDRC®HD Megapixel
Bildsensor [visuell] und der Bereich
der Schleifkontakileiste zusditzlich mit
einem InfrarotTemperatursensorarray
(thermisch) kontinuierlich wdhrend der
Fahrt beobachtet werden. Mit Hilfe von
speziellen Datenfusionsverfahren sollen

kritische Zustéinde auch unter ungin-
stigen Beleuchtungs- und Umgebungs-
Bedingungen z.B. Gegenlicht durch
Sonnenstrahlen, Regen usw. sicher und
frihzeitig vor einem Ausfall erkannt wer-
den. Das in diesem Projekt entwickelte
System [siehe Titelseite) soll somitentschei-
dende Stérungen des Schienenverkehrs
durch Oberleitungsschaden verhindem
und damit auch zur Sicherheit der
Fahrgdste beitragen.

Gefordert durch: Bundesministerium for
Wirtschaft und Energie aufgrund eines
Beschlusses des Deutschen Bundestages
(Forderkennzeichen: ZF4429202GR8).

Gefordert durch:

* Bundesministerium
fiir Wirtschaft

und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Infos: Daniel Brosch ® Telefon +49 /11 21855281 © brosch@ims-chips.de

Kurzmeldungen

Nature-Artikel: CMOS-Chip von IMS CHIPS als Hologrammprojektor \Wissenschafiler am Max Planck Insfitut
fur Intelligente Systeme und der Universitét Stuttgart entwickelten einen Ultraschallprojekfor fir hochauflésende bewegte hologra-
fische Bilder. Dariiber berichten die Forscher im Sepfember in einem Beitrag im renommierten Nature-Magazin.

~Beams & More” Der 18. Workshop fir Lithografie am IMS wird auf ndchstes Jahr verschoben. Der Workshop soll am
18. November 2021 am IMS stafifinden.

Projekt PanaMEA gestartet Ziel des vom BMBF geférderten Projekis ist die Entwicklung eines intelligenten Implantats zur
Messung des Blutzuckerspiegels bis zum Invivo proof of concept. Die elekirische Akiivitdt der Langerhansinseln im Pankreas ist ein Maf
fur den Blutzuckerspiegel und soll im Kérper mitiels eines ASICs gemessen werden. IMS CHIPS ibernimmt im Projekt die Entwicklung
und Musterferfigung dieses ASICs.

FORSCHUNGSVEREIN
des Instituts fir Mikroelektronik Stuttgart e.V.

Der seit 1983 bestehende, gemeinniitzige Forschungsverein des Instituts fir Mikroelektronik Stuttgart, férdert den Dialog zwischen
Industrie und Forschung. Er ist Anlaufstelle fur hochtalentierte Nachwuchskréfte aus dem In- und Ausland, die mit einem Stipendium fiir
ihre Arbeit am IMS unterstiitzt werden. Es erdffnet sich die Maglichkeit einer Ubernahme durch das Mitgliedsunternehmen, das die
,Parinerschaft” tbernommen hatte.

Einmal im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt. Die Mitglieder erhalten Rabatt auf unsere Schulungen und Veranstaltungen.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.imsforschungsverein.de.

Infos: Christina Ott  Pilz GmbH & Co. KG, FelixWankelStraBe 2, 73760 Ostfildern
Telefon +49 711

34097949 o imsforschungsverein@pilz.de

Institut fir Mikroelektronik Stuttgart

Allmandring 30a, 70569 Stuttgart, Germany
=: +49 711 21855-0 . Fax: +49 71121855-111
info@ims-chips.de -

www.ims-chips.de 407/N/10_20



